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本发明提供一种线路板无铅喷锡的控制方

法具体包括：MI、钻孔、沉铜、线路、图电、AOI、阻

焊以及喷锡；在MI阶段，若线路板具有外层铜皮，

则需要设置线路板的外层铜皮间距大于等于

0.25mm；在喷锡阶段，则需要将锡炉中的铜含量

控制在0.6％以下；当铜含量大于0.6％时，则对

锡炉进行除铜处理；浸锡时间为7至10秒；解决阻

焊起泡及分层的问题。
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1.一种线路板无铅喷锡的控制方法，其特征在于：具体包括：MI、钻孔、沉铜、线路、图

电、AOI、阻焊以及喷锡；

在MI阶段，若线路板具有外层铜皮，则需要设置线路板的外层铜皮间距大于等于

0.25mm；

在喷锡阶段，则需要将锡炉中的铜含量控制在0.6％以下；当铜含量大于0.6％时，则对

锡炉进行除铜处理；浸锡时间为7至10秒。

2.根据权利要求1所述的一种线路板无铅喷锡的控制方法，其特征在于：在喷锡前，若

线路板大于18*24in，则进行铣板操作，直至线路板小于等于18*24in；否，则不进行铣板操

作。

3.根据权利要求1所述的一种线路板无铅喷锡的控制方法，其特征在于：所述锡炉的温

度为270至275℃。

4.根据权利要求1所述的一种线路板无铅喷锡的控制方法，其特征在于：在完成阻焊若

不需要进行字符，则直接进行固化操作，两个小时内进行喷锡；若超过两个小时，则在喷锡

前进行烘板；烘板温度设定150℃，时间30至60分钟，且在烘板后，两个小时内进行喷锡，若

超过两个小时，则需再次烘板；

若完成阻焊后还需进行字符，则在字符后进行固化操作，两个小时内进行喷锡；若超过

两个小时，则在喷锡前进行烘板；烘板温度设定150℃，时间30至60分钟，且在烘板后，两个

小时内进行喷锡，若超过两个小时，则需再次烘板。
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一种线路板无铅喷锡的控制方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种线路板无铅喷锡的控制方法。

背景技术

[0002] 喷锡作为线路板常见的一种表面处理工艺，具有成本低，可焊性好等优势，但有一

类线路板，其特点是板的厚度较厚，一般达到3.2mm以上，孔径0.4‑0.8mm，因板厚较厚，锡在

孔内的温度比板面的温度低，导致喷锡时出现锡堵孔现象，一般0.4‑0 .8mm小孔在板厚

3.2mm以上就容易出现锡堵孔现象，所以在喷锡时需要比普通板厚的板更高的锡炉温度及

更长的浸锡时间，在喷锡就会出现其它的问题：铜皮边缘阻焊起泡掉油、板材出现分层爆板

等问题。

[0003] 现有技术主要是对于3.2MM以上的板改为其它表面处理工艺代替喷锡，如OSP及沉

镍金(或有铅喷锡，有铅喷锡由于环保等问题目前已较少使用)等，但OSP可焊性及可靠性不

如喷锡，沉镍金成本较高，另外就是通过大幅度延长浸锡时间或通过两次喷锡的方法改善

锡珠堵孔问题，但大幅延长浸锡时间或两次喷锡会产生板子分层阻焊起泡及孔铜不足等问

题。

发明内容

[0004] 本发明要解决的技术问题，在于提供一种线路板无铅喷锡的控制方法；解决阻焊

起泡及分层的问题。

[0005] 本发明是这样实现的：一种线路板无铅喷锡的控制方法，具体包括：MI、钻孔、沉

铜、线路、图电、AOI、阻焊以及喷锡；

[0006] 在MI阶段，若线路板具有外层铜皮，则需要设置线路板的外层铜皮间距大于等于

0.25mm；

[0007] 在喷锡阶段，则需要将锡炉中的铜含量控制在0.6％以下；当铜含量大于0.6％时，

则对锡炉进行除铜处理；浸锡时间为7至10秒。

[0008] 进一步地，在喷锡前，若线路板大于18*24in，则进行铣板操作，直至线路板小于等

于18*24in；否，则不进行铣板操作。

[0009] 进一步地，所述锡炉的温度为270至275℃。

[0010] 进一步地，在完成阻焊若不需要进行字符，则直接进行固化操作，两个小时内进行

喷锡；若超过两个小时，则在喷锡前进行烘板；烘板温度设定150℃，时间30至60分钟，且在

烘板后，两个小时内进行喷锡，若超过两个小时，则需再次烘板；

[0011] 若完成阻焊后还需进行字符，则在字符后进行固化操作，两个小时内进行喷锡；若

超过两个小时，则在喷锡前进行烘板；烘板温度设定150℃，时间30至60分钟，且在烘板后，

两个小时内进行喷锡，若超过两个小时，则需再次烘板。

[0012] 本发明具有如下优点：在较低的温度下及较短的时间内解决锡堵孔问题，从而也

解决了铜皮边缘阻焊起泡掉油、板材出现分层爆板等问题。
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附图说明

[0013] 下面参照附图结合实施例对本发明作进一步的说明。

[0014] 图1为本发明一种线路板无铅喷锡的控制方法的流程图。

[0015] 图2为本发明一种线路板无铅喷锡的控制方法的中外层铜皮厚度间距的示意图。

具体实施方式

[0016] 本发明一种线路板无铅喷锡的控制方法在较低的温度下及较短的时间内解决锡

堵孔问题，从而也解决了铜皮边缘阻焊起泡掉油、板材出现分层爆板等问题，可以生产3.2‑

5.0mm板厚；孔径0.4‑0.8mm的喷锡板。

[0017] 本发明是在优化喷锡流程及参数的基础上适当延长浸锡时间就可以解决以下问

题：

[0018] 1：为解决阻焊起泡问题，明确了设计要求，1OZ铜厚的板铜皮之间的距离0.25mm以

上，同时规定了喷锡烤板后的停留时间要在2小时以内

[0019] 2：孔内锡珠堵孔及分层问题：在喷锡前由大拼板铣成小拼板，同时在喷厚板前进

行对锡炉进行除铜处理，降低铜含量，适当延长浸锡时间，由常规2‑5S延长到7‑10S，时间太

短锡珠堵孔，太长则会出现阻焊起泡及分层爆板等问题。

[0020] 如图1所示，本发明一种线路板无铅喷锡的控制方法，具体包括：MI、钻孔、沉铜、线

路、图电、AOI、阻焊以及喷锡；

[0021] 如图2所示，在MI阶段，若线路板具有外层铜皮，则需要设置线路板的外层铜皮间

距大于等于0.25mm；若线路板没有外层铜皮，则不需要进行该步骤；板厚越厚及外层铜皮间

距越小，阻焊起泡的现象越严重，通过设置0.25mm的外层铜皮间距，大大降低了阻焊起泡的

现象；

[0022] 在喷锡阶段，则需要将锡炉中的铜含量控制在0.6％以下；当铜含量大于0.6％时，

则对锡炉进行除铜处理；浸锡时间为7至10秒，所述锡炉的温度为270至275℃。如果铜含量

偏高，要对锡炉进行除铜处理，铜含量高会导致锡的流动性变差，另外铜含量越高其熔点越

高，所需的温度越高，时间越长；

[0023] 在喷锡前，若线路板大于18*24in，则进行铣板操作，直至线路板小于等于18*

24in；否，则不进行铣板操作；该铣板操作不会影响生产效率，从钻孔到阻焊维持大的生产

拼板，到喷锡时按喷锡的尺寸要求将大拼板铣成小拼板，目的是小拼板所需的锡炉温度较

低及所需的浸锡时间较短，板子受热更均匀，可以减少分层爆板的发生，不会出现局部孔内

锡珠堵孔的不良，同时由于温度较低及浸时较短，咬铜量也减少1‑2UM,保证了孔铜厚度；

[0024] 在完成阻焊若不需要进行字符，则直接进行固化操作，两个小时内进行喷锡；若超

过两个小时，则在喷锡前进行烘板；烘板温度设定150℃，时间30至60分钟，且在烘板后，两

个小时内进行喷锡，若超过两个小时，则需再次烘板；

[0025] 若完成阻焊后还需进行字符，则在字符后进行固化操作，两个小时内进行喷锡；若

超过两个小时，则在喷锡前进行烘板；烘板温度设定150℃，时间30至60分钟，且在烘板后，

两个小时内进行喷锡，若超过两个小时，则需再次烘板。

[0026] 虽然以上描述了本发明的具体实施方式，但是熟悉本技术领域的技术人员应当理

解，我们所描述的具体的实施例只是说明性的，而不是用于对本发明的范围的限定，熟悉本
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领域的技术人员在依照本发明的精神所作的等效的修饰以及变化，都应当涵盖在本发明的

权利要求所保护的范围内。
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图1
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图2
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